
应用指南

LairdTM TflexTM SF10 
增强光互连系统中的导热管理 
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摘要
随着数据中心不断扩展以满足不断增长的 AI 和
云计算需求，光互连系统中的有效导热管理已成
为一项关键技术要求。某头部数据中心硬件厂商
近期因硅基导热界面材料 (TIM) 易变迁移导致
光模块镜头起雾，给生产带来了巨大的挑战。

为解决这一问题，该公司与莱尔德合作采用了 

TflexTM SF10 — 这是一种高性能的无硅导热
界面材料。本应用指南将探讨 TflexTM SF10 如
何提升光互连系统可靠性、优化散热性能并确保
长期运行稳定性。

简介
随着光模块的小型化与功率密度的持续提升， 

数据中心运营商和设备制造商面临严峻的热管
理挑战。该客户作为全球计算解决方案领域的领
导者，因传统硅基导热界面材料的技术缺陷 — 

易变迁移导致光学镜头起雾及信号传输性能衰退，
一度陷入生产延误的严峻局面。

为化解此次危机，客户需要一种高热导率的无硅
导热界面材料，既能保持极佳的性能，又能防止
渗油污染。莱尔德 TflexTM SF10 凭借卓越的散
热性能和无硅迁移隐患成为了理想的选择。



Parameter Specification

热导率 10 W/mK

肖氏硬度 低（最大限度地减小了对
元器件产生的应力）

硅油迁移 已消除（不含硅）

工作温度范围 -40°C 至 +125°C

合规性 符合REACH、RoHS、
UL 94 V-0标准

应用方法 定制模切垫片，自动化点胶

TflexTM SF10 规格
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挑战
渗油和镜头起雾问题
• 硅基导热界面材料会导致易变迁移，引发镜
 头起雾及光学性能下降的问题。

• 生产线被迫停摆一个多月，导致大量订单积压。

高散热性能需求
• 光模块以高数据速率运行，会产生大量热量。

• 需至少 10W/mK 的热导率才能有效散热。

可靠性考量
• 材料的长期稳定性是防止导热界面材料性
 能下降的关键。

• 导热界面材料需要在功率循环中保持性能 
 稳定。

可扩展性和快速实施
• 客户需要快速提升产能以满足高生产需求。

• 解决方案必须易于集成到现有的制造工艺
 流程中。

解决方案
Laird™ TflexTM SF10 是一种高性能的无硅导
热界面材料，能够满足光模块的苛刻要求。这种
导热材料在保持出色导热性能的同时，彻底解
决了传统导热界面材料的硅油迁移问题。

TflexTM SF10 主要特性
• 无硅配方： 消除通常与有害的镜片雾霭相关
 的硅基迁移和挥发。

• 热导率高： 热导率达 10W/mK，实现高效
 散热。

• 肖氏硬度低： 最大限度地减小了对易碎光学
 元件产生的机械应力。

• 出色的抗形变特性： 外加压力极小，确保性
 能稳定。



 

性能指标与测试结果

测试参数 TflexTM SF10 的性能提升

渗油 已减少（而硅基导热界面
材料渗油现象严重）

光学性能 镜头不再起雾（先前存在
渗油污染问题）

热导率 10W/mK（超过行业标准）

生产效率

长期稳定性 经历多次功率循环后
几乎无衰减

无缝集成，不会中断
工艺流程
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实施与测试
与客户合作
• 莱尔德工程师与客户团队密切合作，为光模
 块应用定制并验证了TflexTM SF10 产品。

• 通过全面的渗油和雾化实验，确保材料满足
 客户严格的光学洁净度要求。

竞品对比测试验证
• 客户将该材料与市面上的导热界面材料进
 行了并排对比。

• TflexTM SF10 完全消除了硅油迁移现象，
 同时保持了卓越的导热性能。

• 加速老化测试证明了材料的长期可靠性。

扩大生产规模
• 莱尔德扩大了产能，新增专用设备及技术
 人员。

• 在中国天津设立第二生产基地，确保了供应
 链的韧性。
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对制造商的好处
提升光学性能和散热效果
• 降低工作时的温度，保障光模块持续高效运行。

• 降低镜头起雾现象，防止光学信号衰减。

生产效率与可扩展性
• 即时可用性减少了返工和生产延误。

• 可无缝集成到现有光模块生产线中。

长期可靠性
• 无硅油渗出现象可确保在长部署周期内稳
 定运行。

• 材料的长期完整性最大限度地降低了维护
 和更换需求。

最佳实施方法
实用指南
• 早期参与： 在设计过程早期与莱尔德工程师合作。

• 定制测试： 根据实际应用开展测试，以优化性能。

• 机械公差考量： 确保精确的间隙尺寸以实现优异
 性能。

• 加速老化测试： 验证材料的长期稳定性和可靠性。

未来扩展与更多应用
在光模块中使用 TflexTM SF10 取得成效之后，
客户将该材料推广至多个产品线，包括：

• 100G SFP 模块至 800G OSFP 模块

• 云计算的 AI 加速器

• 高性能服务器的 CPU 和 GPU

• 硅光子器件

导热界面材料的高热导率和洁净度，使其成为其
他高功耗数据中心应用的理想选择。
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莱尔德的协作模式
TflexTM SF10 的成功彰显了莱尔德对协作解
决问题的承诺。莱尔德为客户提供：

• 快速响应，帮助解决生产挑战。

• 定制化的测试和质量保证流程。

• 可扩展的生产解决方案。

• 针对未来应用的持续工程支持。

结论
莱尔德TflexTM SF10 已成为光模块行业的领
先热管理解决方案，成功助力客户克服重大的
生产与性能挑战。无硅配方、高热导率和长期稳
定性使其成为光学和数据中心应用的黄金标准。

对于开发新一代数据中心技术的工程师， 

TflexTM SF10 可提供经过实地验证的高性能
解决方案。

立即联系莱尔德的专家，了解我们先进的导热管
理解决方案如何提升您的设计并优化运行效率。
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